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EG1128 芯片数据手册 V1.0 

1. 特性 ________________________________________________  

◼ 集成功率 BJT，适用于 5W以下隔离电源方案 

◼ 自供电架构，优化系统成本 

◼ 待机功耗低至 75mW 

◼ 优化电流驱动技术，降低芯片温升 

◼ 内置 FB下偏电阻 

◼ 内置高精度固定峰值电流，恒流精度高 

◼ 输出线损补偿技术 

◼ 输出短路保护 

◼ VCC欠压保护 

◼ 过热保护 

◼ SOP7封装 

2. 描述 ________________________________________________  

EG1128 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器自供电原边反馈控制芯片，外围电路简洁。芯片采用

固定原边峰值电流，通过变压器原副边匝数比设置输出恒流点，并通过 FB 分压电阻设置输出恒压点。 

EG1128 内置启动电路、FB 下偏电阻和固定峰值电流检测，无需外接启动电阻、限流电阻及辅助绕组

VCC 供电二极管。芯片还集成输出线损补偿、VCC 钳位与欠压保护、输出短路保护和过热保护，适用于 5W

以下小功率隔离电源。 

3. 应用领域 ____________________________________________  

◼ 适配器、充电器 

◼ LED驱动电源 

◼ 线性电源和 RCC开关电源升级换代 

◼ 其他辅助电源 
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4. 引脚 ________________________________________________  

4.1 引脚定义 

VCC

NC C

C
EG1128

FB

FB

GND

U1

 

图 4-1. EG1128 管脚定义 

4.2 引脚描述 

引脚序号 引脚名称 I/O 描述 

1 VCC P 芯片电源端，就近连接旁路电容 

2、3 FB I 反馈电压输入端，用于设置恒压输出 

4 NC - 悬空引脚 

5、6 C I 内部功率三极管集电极输入端 

7 GND P 芯片参考地 
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5. 内部电路图 __________________________________________  

 

图 5-1. EG1128 内部电路图 
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6. 典型应用电路 _________________________________________  

 
图 6-1. EG1128 三绕组典型应用电路 

 

 

 

图 6-2. EG1128 双绕组典型应用电路  
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7. 电气特性 ____________________________________________  

7.1 最大额定值 

除非另有说明，TA=25℃。超过极限参数可能造成器件永久损坏，长期在极限条件下工作会影响器件可

靠性。 

符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 

C 内部功率三极管集电极输入端  850  V 

VCC 电源端电压 - -0.3 7 V 

VFB FB输入端电压 - -3 7 V 

θJA 结到环境热阻 - - 90 ℃/W 

θJC 结到外壳热阻 - - 45 ℃/W 

TJ 工作结温范围 - -40 150 ℃ 

TSTG 贮存温度范围 - -55 150 ℃ 

TL 引脚焊接温度 持续 10s - 260 ℃ 

ESD 人体模型静电耐受电压 HBM - 2 kV 

 

 

 

 

7.2 典型参数 

除非另有说明，TA=25℃，VCC=3.5V。 

参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

供电部分 

VCC 启动电流 IVCC_ST 启动阶段 - - 0.5 μA 

VCC 工作电流 IVCC_OP 正常工作 - 200 - μA 

VCC 待机电流 IVCC2 待机状态 - - 60 μA 

VCC 开启电压 VCC_ON VCC上升 3.8 4.2 4.6 V 

VCC 欠压阈值 VCC_UVLO VCC下降 2.5 2.8 3.3 V 

VCC 钳位电压 VCC_CLAMP IVCC=10mA - 5.1 - V 

输出线补偿部分 

输出线损补偿电流 ICOMP_LINE 满载，流经 RFBH 5.5 6.5 7.0 μA 

工作频率部分 

推荐最高系统频率 FSWMAX 
高于该频率温升

加剧 
- 60 - kHz 

最低开关频率 FSWMIN 空载最小频率 - 100 - Hz 

反馈控制部分 

FB 参考电压 VFBREF - 1.15 1.20 1.25 V 

FB 参考电流 IFB - 102 105 108 μA 
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参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

恒流控制部分 

前沿消隐时间 TLEB 
TON<TLEB时不关

断 
- 450 - ns 

内置峰值电流阈值 IPK 
原边电流超过阈

值时关断 
307 330 353 mA 

副边退磁时间占比 RTSW TDEM/TSW - 50 - % 

保护功能部分 

输出短路保护阈值 VFB_HICCUP 
FB低于阈值持续

24ms 
- 0.5 - V 

过热保护温度 TSD - - 150 - ℃ 

过热保护回差 THYS - - 30 - ℃ 

功率三极管部分 

功率管最大集电极电

流 
IC - - 0.8 - A 

集电极-基极击穿电压 VCBO - 850 - - V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 应用设计 ____________________________________________  

8.1 典型功率、启动与自供电 

在 85V 至 265VAC 输入范围内，EG1128 芯片最大输出功率为 5W；最大输出功率受结温限制，典型条件

为 TA=50℃、C 引脚具有足够铜箔散热。 

启动电流最大为 0.5μA；上电后内部启动电路为 VCC 旁路电容充电，VCC 达到开启阈值后芯片工作并由

内部自供电电路维持供电。 

8.2 恒流控制与输出电流设置 

原边峰值电流达到内置阈值 IPK 时，芯片逐周期关闭功率管。NP、NS 分别为原边与副边匝数，输出恒流

值按下式估算： 

𝐼𝑂𝑈𝑇  =  
1

4
 ×  𝐼𝑃𝐾  ×  

𝑁𝑃

𝑁𝑆
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8.3 恒压控制与线损补偿 

输出电压由 FB 上偏电阻 RFBH 与反馈绕组或者原边绕组设定， 

三绕组空载和满载值分别按下式估算： 

𝑉𝑂𝑈𝑇,𝑁𝑂𝐿𝑂𝐴𝐷  =  (𝑉𝐹𝐵  + 𝑅𝐹𝐵𝐻  ·  𝐼𝐹𝐵)  × 
𝑁𝑆

𝑁𝑓
 − 𝑉𝐷 

𝑉𝑂𝑈𝑇,𝐹𝑈𝐿𝐿𝐿𝑂𝐴𝐷  =  [𝑉𝐹𝐵  + (𝐼𝐹𝐵  + 𝐼𝐶𝑂𝑀𝑃_𝐿𝐼𝑁𝐸)  ·  𝑅𝐹𝐵𝐻]  × 
𝑁𝑆

𝑁𝑓
 − 𝑉𝐷 

其中，VFB 典型值为 1.2V；NS、Nf 分别为副边与反馈绕组匝数；VD 为整流二极管压降；ICOMP_LINE 是满载

经过 FB 上偏电阻的输出线补偿电流。 

双绕组空载和满载值分别按下式估算： 

𝑉𝑂𝑈𝑇,𝑁𝑂𝐿𝑂𝐴𝐷  =  (𝑉𝐹𝐵  + 𝑅𝐹𝐵𝐻  ·  𝐼𝐹𝐵)  × 
𝑁𝑆

𝑁𝑃
 − 𝑉𝐷 

𝑉𝑂𝑈𝑇,𝐹𝑈𝐿𝐿𝐿𝑂𝐴𝐷  =  [𝑉𝐹𝐵  + (𝐼𝐹𝐵  + 𝐼𝐶𝑂𝑀𝑃_𝐿𝐼𝑁𝐸)  ·  𝑅𝐹𝐵𝐻]  × 
𝑁𝑆

𝑁𝑃
 − 𝑉𝐷 

其中，VFB 典型值为 1.2V；NS、NP 分别为副边与原边绕组匝数；VD 为整流二极管压降；ICOMP_LINE是满载

经过 FB 上偏电阻的输出线补偿电流。 

8.4 保护功能 

芯片集成 VCC 钳位、欠压、输出短路及过热保护。FB 电压低于短路阈值约 24ms 后进入保护；结温达

到过热保护温度时停止开关，温度下降约 30℃后恢复工作。 

8.5 PCB 板布局 

VCC 旁路电容和 FB 分压元件靠近相应引脚，FB 节点远离原边开关节点，GND 至原边回路尽量短。减小

原边功率回路和副边整流回路面积以降低 EMI，C 引脚连接足够面积铜箔散热。 
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9. 封装尺寸 ____________________________________________  

9.1 SOP7 封装尺寸 

 

 


	OLE_LINK2
	OLE_LINK1
	OLE_LINK4


    I  O U T   =    1 4   ×     I  P K   ×       N  P    N  S


    V  O U T , N O L O A D   =   (   V  F B   +     R  F B H   ·     I  F B )   ×       N  S    N  f   −     V  D


    V  O U T , F U L L L O A D   =   [   V  F B   +   (   I  F B   +     I  C O M P _ L I N E )   ·     R  F B H ]   ×       N  S    N  f   −     V  D


    V  O U T , F U L L L O A D   =   [   V  F B   +   (   I  F B   +     I  C O M P _ L I N E )   ·     R  F B H ]   ×       N  S    N  f   −     V  D


    V  O U T , N O L O A D   =   (   V  F B   +     R  F B H   ·     I  F B )   ×       N  S    N  P   −     V  D


    V  O U T , F U L L L O A D   =   [   V  F B   +   (   I  F B   +     I  C O M P _ L I N E )   ·     R  F B H ]   ×       N  S    N  P   −     V  D


    V  O U T , F U L L L O A D   =   [   V  F B   +   (   I  F B   +     I  C O M P _ L I N E )   ·     R  F B H ]   ×       N  S    N  P   −     V  D

